
半导体和LED加工工艺的优化解决方案

一个合作伙伴 多个解决方案

Marposs成立于1952年，从那时起就为生产环境中的质量检查提供车间解决方案。Marposs

的解决方案包括：对机械零件进行加工前、加工中和加工后测量的各种量仪、机床的监控

方案、工业生产线的自动化设备和测台的装配和检测。

马波斯是重要汽车制造商的主要供应商之一，但在航空航天、生物医药、高科技和玻璃行

业也有良好的应用。
下载最新版样本www.marposs.com

如需获取完整的经销商地址清单，请访问马波斯的官方网站。 
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过程控制是制造业的关键因素。尤其是要求非常高的半导体和LED行业，需要控制越来越多的工艺参数。Marposs

的工程师可随时为用户提供支持，例如如何提高晶圆加工过程中使用的自动化设备的性能，包括前端和末端制造步

骤。我们为切片机、研磨机、减薄机和线锯机提供多种传感器和量仪。

半导体和LED行业的产品特点是：大批量小型产品的连续生产，这些产品在形状和材料上都更加复杂。为

此，Marposs拥有一整套非接触式传感器，可用于薄膜测量、晶圆尺寸特征、晶圆检测和芯片检测封装。我们的

传感器可用于自动检测设备内部，以发现缺陷和尺寸变化。

测量和表面检查

Marposs和STIL传感器的应用非常广泛，涵盖了从厚度检测、TTV应用、轮廓度、翘曲度测量到完整的2D图像和

3D地形测量。

点传感器

光学共焦技术是不同类型高精度测量的最佳解决方案。光笔提供不同的工作距离、

测量范围、目标上的光斑大小以及光束的数值孔径。干涉测量（红外光和白光）也

可用于检测透明和非透明材料，对材料厚度进行精确测量。

线传感器

为了获得三维图像，可以使用不同类型的线传感器，以较高频率在定义的线路长

度上执行同轴采集。

显微镜

使用显微镜功能时，2D光学共焦线相机也可用于需要非常高分辨率和扩展景深的

应用，在Z轴上获得完美的焦点。使用扫描系统，可在一个正方形区域获得数据。

晶圆加工过程中的传感器应用

Marposs量仪配备多种传感器，如厚度、力、扭矩、振动、加速度、实时功率、冷却液流量和声学传感器，可提

高设备的可靠性，并有助于确保稳定和高质量的生产。这些传感器可在加工设备内部正常工作，并且通过专业的

信号处理，可以立即检测到设备环境中的异常状况或变化。下面是一些具体应用。

马波斯解决方案

Marposs集团在全球范围内提供精密测量设备，用于工业环境下的在线测量和加工后测量。自1980年以来，Marposs

一直致力于半导体和LED行业的应用，为OEM用户设计和安装的专用设备，大大提高了晶圆制造的工艺性能和可

靠性。在芯片加工的不同阶段，包括从硅锭切片到产品封装，马波斯可提供多种量仪和传感器对加工工艺进行优

化。在关键操作的前后以及操作过程中，marposs产品均能对晶圆质量进行改进和控制。

产品简介

CG 接触式测量仪，用于晶

圆减薄过程中的厚度控制

NCG 非接触式传感器，用

在机床内部或研磨操作/晶圆

减薄过程中，测量晶圆的绝

对厚度

光学传感器，用于键合线

直径测量或金刚线控制(线

锯机)

用于自动化设备的传感器，

可以对力、扭矩、振动、加

速度、实时功率和冷却液流

量进行控制。声传感器可用

于硅锭切片机的金刚线断线

检测和砂轮修整控制

整个加工过程都可以在设备

内部进行监控和记录。设备

内的传感器可以提供更详细

的成形过程信息，例如高速

冲压机上的冲头检测

产品简介

NCG 红外测量技术有助于

检测单层或多层厚度，适用

于不透明的材料

CCS 单点共焦传感器，用于

距离和形状测量

MPLS 共焦线传感器，用于

快速3D微米/纳米测量

笔式传感器，集成在专用夹

具中，用于初始加工阶段对

晶圆厚度进行控制

IRIX 白光干涉仪是检查非常

薄的薄膜的合适解决方案

MC2 光学传感器，用于检

测和控制，具有极高的分辨

率和扩展的景深

Silicon Crystal

硅锭切片

在硅锭切片过程中，一旦金刚线断线，必须立即停止设备运行，这一点非常重

要。Marposs声学传感器可以检测到断线并立即停止设备。

晶圆研磨机

这一过程的要求特别苛刻，而且还需要严格控制晶圆总厚度的变化。使用Marposs

红外传感器，才有可能在这一重要操作期间和之后很快控制厚度。

晶圆减薄机

晶圆减薄一直是一个非常精细的工艺。芯片已经出现在晶圆上，工艺中的任何故障

都会影响生产效率和成本。即使在去离子水存在的情况下，也可以使用接触式量仪

或非接触式传感器对减薄加工过程进行严格控制。
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半导体和LED加工工艺的优化解决方案

一个合作伙伴 多个解决方案

Marposs成立于1952年，从那时起就为生产环境中的质量检查提供车间解决方案。Marposs

的解决方案包括：对机械零件进行加工前、加工中和加工后测量的各种量仪、机床的监控

方案、工业生产线的自动化设备和测台的装配和检测。

马波斯是重要汽车制造商的主要供应商之一，但在航空航天、生物医药、高科技和玻璃行

业也有良好的应用。
下载最新版样本www.marposs.com

如需获取完整的经销商地址清单，请访问马波斯的官方网站。 
D6I06300C0 - 2020年10版本 - 具体技术规格可能随时变更。
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